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pcb设计打样

发布日期: 2025-09-15 | 阅读量: 56

在高速PCB设计原理图设计时，如何考虑阻抗匹配问题？

在设计高速PCB电路时，阻抗匹配是设计的要素之一。而阻抗值跟走线方式有直接的关系，例如
是走在表面层(microstrip)或内层(stripline/doublestripline)，与参考层(电源层或地层)的距离，走
线宽度，PCB材质等均会影响走线的特性阻抗值。也就是说要在布线后才能确定阻抗值。一般仿真
软件会因线路模型或所使用的数学算法的限制而无法考虑到一些阻抗不连续的布线情况，这时候
在原理图上只能预留一些terminators(端接)，如串联电阻等，来缓和走线阻抗不连续的效应。真
正根本解决问题的方法还是布线时尽量注意避免阻抗不连续的发生。 PCB的这些事,你不一定都知
道!pcb设计打样

防止PCB板翘的方法之一：

1、工程设计：印制板设计时应注意事项：A.层间半固化片的排列应当对称，例如六层板，1～2和5～
6层间的厚度和半固化片的张数应当一致，否则层压后容易翘曲。B.多层板芯板和半固化片应使用
同一供应商的产品。C.外层A面和B面的线路图形面积应尽量接近。若A面为大铜面，而B面*走几根
线，这种印制板在蚀刻后就很容易翘曲。如果两面的线路面积相差太大，可在稀的一面加一
些**的网格，以作平衡。

2、下料前烘板：覆铜板下料前烘板（150摄氏度，时间8±2小时）目的是去除板内的水分，同时
使板材内的树脂完全固化，进一步消除板材中剩余的应力，这对防止板翘曲是有帮助的。目前，
许多双面、多层板仍坚持下料前或后烘板这一步骤。但也有部分板材厂例外，目前各PCB厂烘板
的时间规定也不一致，从4－10小时都有，建议根据生产的印制板的档次和客户对翘曲度的要求来
决定。剪成拼板后烘还是整块大料烘后下料，二种方法都可行，建议剪料后烘板。内层板亦应烘
板。

fpc制造厂家为什么要导入类载板类载板更契合SIP封装技术要求。

PCB LAYOUT设计规范：

1.PCB布线与布局隔离准则：强弱电流隔离、大小电压隔离，高低频率隔离、输入输出隔离、数
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字模拟隔离、输入输出隔离，分界标准为相差一个数量级。隔离方法包括：空间远离、地线隔开。

2.晶振要尽量靠近IC，且布线要较粗

3.晶振外壳接地

4.时钟布线经连接器输出时，连接器上的插针要在时钟线插针周围布满接地插针

5.让模拟和数字电路分别拥有自己的电源和地线通路，在可能的情况下，应尽量加宽这两部分电
路的电源与地线或采用分开的电源层与接地层，以便减小电源与地线回路的阻抗，减小任何可能
在电源与地线回路中的干扰电压

6.单独工作的PCB的模拟地和数字地可在系统接地点附近单点汇接，如电源电压一致，模拟和数
字电路的电源在电源入口单点汇接，如电源电压不一致，在两电源较近处并一1~2nf的电容，给
两电源间的信号返回电流提供通路

7.如果PCB是插在母板上的，则母板的模拟和数字电路的电源和地也要分开，模拟地和数字地在
母板的接地处接地，电源在系统接地点附近单点汇接，如电源电压一致，模拟和数字电路的电源
在电源入口单点汇接，如电源电压不一致，在两电源较近处并一1~2nf的电容，给两电源间的信
号返回电流提供通路

PCB多层板LAYOUT设计规范之十九：

159.退耦、滤波电容须按照高频等效电路图来分析其作用。

160.各功能单板电源引进处要采用合适的滤波电路，尽可能同时滤除差模噪声和共模噪声，噪声
泄放地与工作地特别是信号地要分开，可考虑使用保护地；集成电路的电源输入端要布置去耦电
容，以提高抗干扰能力

161.明确各单板比较高工作频率，对工作频率在160MHz（或200 MHz）以上的器件或部件采取必
要的屏蔽措施，以降低其辐射干扰水平和提高抗辐射干扰的能力

162.如有可能在控制线（于印刷板上）的入口处加接R-C去耦，以便消除传输中可能出现的干扰
因素。163.用R-S触发器做按钮与电子线路之间配合的缓冲164.在次级整流回路中使用快恢复二
极管或在二极管上并联聚酯薄膜电容器165.对晶体管开关波形进行“修整”166.降低敏感线路的
输入阻抗

167.如有可能在敏感电路采用平衡线路作输入，利用平衡线路固有的共模抑制能力克服干扰源对
敏感线路的干扰168.将负载直接接地的方式是不合适

169电路设计注意在IC近端的电源和地之间加旁路去耦电容（一般为104） 防止PCB板翘的方法有
哪些呢？



第 3 页 / 共 4 页

PCB多层板LAYOUT设计规范之九：

63.在要求高的场合要为内导体提供360°的完整包裹，并用同轴接头来保证电场屏蔽的完整性

64.多层板：电源层和地层要相邻。高速信号应临近接地面，非关键信号则布放为靠近电源面。

65.电源：当电路需要多个电源供给时，用接地分离每个电源。

66.过孔：高速信号时，过孔产生1-4nH的电感和0.3-0.8pF的电容。因此，高速通道的过孔要尽可能
**小。确保高速平行线的过孔数一致。

67.短截线：避免在高频和敏感的信号线路使用短截线

68.星形信号排列：避免用于高速和敏感信号线路

69.辐射型信号排列：避免用于高速和敏感线路，保持信号路径宽度不变，经过电源面和地面的过
孔不要太密集。70.地线环路面积：保持信号路径和它的地返回线紧靠在一起将有助于**小化地环

71.一般将时钟电路布置在PCB板接受中心位置或一个接地良好的位置，使时钟尽量靠近微处理器，
并保持引线尽可能短，同时将石英晶体振荡只有外壳接地。

72.为进一步增强时钟电路的可靠性，可用地线找时钟区圈起隔离起来，在晶体振荡器下面加大接
地的面积，避免布其他信号线； 公司成立以来，一直专注样品，中小批量领域。fpc制造厂家

pcb是怎么设计4层多层板的？pcb设计打样

公司主要经营HDI板，PCB电路板，PCB线路板，软硬结合板等围绕电子产品等器件。电子元器
件是元件和器件的总称，是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，
可以在同类产品中通用；常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，是电容、晶体管、游丝、
发条等电子器件的总称。随着电子元器件行业竞争的加剧，市场日趋饱和，粗放式管理的缺陷日
益暴露，导致电子元器件行业企业利润不同程度的下滑，要想满足行业内客户个性化的需求，适
应未来的发展，就需要不断提升提高企业自身管理水平以及键词竞争力。随着科技的发展，HDI
板，PCB电路板，PCB线路板，软硬结合板的需求也越来越旺盛，导致部分电子元器件c产品供不
应求。汽车电子、互联网应用产品、移动通信、智慧家庭、5G、消费电子产品等领域成为中国电子
元器件市场发展的源源不断的动力，带动了电子元器件的市场需求，也加快电子元器件更迭换代
的速度，从下游需求层面来看，电子元器件市场的发展前景极为可观。近几年顺应国家信息化企
业上云、新旧动能转换、互联网+、经济政策等号召，通过大数据管理，充分考虑到企业的当前需
求及未来管理的需要不断迭代，在各电子元器件行业内取得不俗成绩。企业在结合现实提供出解
决方案同时，也融入世界管理先进管理理念，帮助企业建立以客户为中心的经营理念、组织模式、
业务规则及评估体系，进而形成一套整体的科学管控体系。从而更进一步提高企业管理水平及综
合竞争力。pcb设计打样
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深圳市赛孚电路科技有限公司位于东莞市长安镇睦邻路7号，是一家专业的公司产品广泛应用
于通信、工业控制、计算机应用、航空航天、医疗、测试仪器、电源等各个领域。我们的产品包
括：高多层PCB、HDI PCB、PCB高频板、软硬结合板、FPC等特种高难度电路板，专注于多品种，
中小批量领域。我们的客户分布全球各地，目前外销订单占比70%以上。公司。在深圳市赛孚电路
科近多年发展历史，公司旗下现有品牌赛孚等。公司不仅仅提供专业的公司产品广泛应用于通信、
工业控制、计算机应用、航空航天、医疗、测试仪器、电源等各个领域。我们的产品包括：高多
层PCB、HDI PCB、PCB高频板、软硬结合板、FPC等特种高难度电路板，专注于多品种，中小批量
领域。我们的客户分布全球各地，目前外销订单占比70%以上。，同时还建立了完善的售后服务体
系，为客户提供良好的产品和服务。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。
公司致力于打造高品质的HDI板，PCB电路板，PCB线路板，软硬结合板。


